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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES —
Partie 1. Spécification générique —

Exigences relatives aux ensembles électriques ou électroniques brasés
utilisant les techniques de montage en surface et associées

AVANT-PROPOS

sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouve i
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI tallaboxe et ol entyavec |'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO) selon des conditions fixées paracterd entre fes deu

2) t s repyésentent, dans la mesure

3) mternauonales Ils sont publiés

TadXx de la CEl s'engagent a appliquer de
internationales de la CEIl dans leurs normes

4)

5) ‘a fixé SE ; mme indication d’approbation et sa responsabilité

mwents de la présente Norme internationale peuvent faire
droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour

6) L'attention est attirée s

I'objet de droits de p pnete }
responsable de i

La Norme internatj
Technique du marit

Le texte de ¢ nQr i des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
> 91/131/FDIS 91/146/RVD

Le rapport de e indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbatienr’de cette norme.

La CEI 61191 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Ensembles de

cartes imprimées

Partie 1: Spécification générique — Exigences relatives aux ensembles électriques et électro-
niques brasés utilisant les techniques de montage en surface et associées

Partie 2: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a I'assemblage par brasage pour
montage en surface

Partie 3: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a l'assemblage par brasage de
trous traversants

Partie 4: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a 'assemblage de bornes par brasage

Les annexes A, B et C font partie intégrante de cette norme.

L'annexe D est donnée uniqguement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARD ASSEMBLIES —

Part 1: Generic specification —

Requirements for soldered electrical and electronic assemblies
using surface mount and related assembly technologies

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatiq

participate in this preparatory work International, governmental agd now
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabora
for Standardization (ISO) in accordance with conditions, determj
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on tee X
international consensus of opinion on the re j } echnisal committee has representation

from all interested National Committees

3) The documents produced have the form of re nendations international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and the e e~National Committees in that sense

4) In order to promote international unificatig qittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum)\ exté teir national and regional standards. Any

divergence between the IE ing™Mational or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no mprking\procedure to indicate its aproval and cannot be rendered responsible for any

6) Attention is dra (
of patent rights. held responsille for identifying any or all such patent rights.

Report on voting

91/131/FDIS 91/146/RVD

Full information voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

IEC 61191 consists of the following parts, under the general title Printed board assemblies

Part 1: Generic specification — Requirements for soldered electrical and electronic assemblies
using surface mount and related assembly technologies

Part 2: Sectional specification — Requirements for surface mount soldered assemblies
Part 3: Sectional specification — Requirements for through-hole mount soldered assemblies
Part 4: Sectional specification — Requirements for terminal soldered assemblies

Annexes A, B and C form an integral part of this standard.

Annex D is for information only.
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ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES —
Partie 1: Spécification générique —

Exigences relatives aux ensembles électriques ou électroniques brasés
utilisant les techniques de montage en surface et associées

1 Domaine d'application

La présente spécification établit les exigences relatives aux matériau 4 éthode et critéres

de qualité faisant appel a la technique de montage en surface ai & teghnityies de

montage associées. La présente spécification comprend éga
concernant la qualité des processus de fabrication.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des di itiQns af suite de la référence
gui y est faite, constituent des dispositigns valal ' ése le partie de la CEI 61191.
: indi aienthenh vigueur. Tout document
3 fondés sur la présente partie

CEl 60721-3-1:1987, ificalk es xonditions d'environnement — Partie 3: Classification
des groupemen Y i emev

CEl 61188-1-1:199 cés et cartes imprimées équipées — Conception et
utilisation — Parke crigtiop's génériques — Considérations concernant la planéité
d'ensembles élect

CEl 61 on et utilisation des circuits imprimés et des ensembles de cartes
imprimée Guide d'emploi des matériaux de base de circuits imprimés -

Technologie te mont geen surface 1)

CEIl 61189-1:1997, Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les structures d’inter-
connexion et les ensembles — Partie 1: Méthodes d'essai générales et méthodologie

CEIl 61189-3:1997, Méthodes d'essai pour les matériaux €électriques, les structures d’inter-
connexion et les ensembles — Partie 3: Méthodes d'essai des structures d'interconnexion
(cartes imprimées)

CEl 61190-1-1:—, Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques — Partie 1-1:
Exigences pour les flux de brasage 1)

CEIl 61190-1-2:—, Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques — Partie 1-2:
Exigences pour les crémes a braser 1)

1) A publier.
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PRINTED BOARD ASSEMBLIES —

Part 1. Generic specification —

Requirements for soldered electrical and electronic assemblies
using surface mount and related assembly technologies

1 Scope

recent editions of the normative docu
registers of currently valid International

. eryironmehtal conditions — Part 3: Classification of
groups of environmentalx 9 ‘ irseverities — Section 1: Storage

IEC 61188-1-1:19
Generic requiremen

wed board assemblies — Design and use — Part 1-1:
ations for electronic assemblies

IEC 61188-2: —, Resigna eqguirements of printed boards and printed board assemblies —
Part 2: Guide "X printed wiring board substrate materials — Surface mount

IEC 61189>{; methods for electrical materials, interconnection structures and

IEC 61189-3:1997, Test methods for electrical materials, interconnection structures and
assemblies — Part 3: Test methods for interconnecting structures (printed boards)

IEC 61190-1-1:—, Attachment materials for electronic assemblies — Part 1-1: Requirements for
soldering fluxes 1)

IEC 61190-1-2:—, Attachment materials for electronic assemblies — Part 1-2: Requirements for
soldering pastes 1)

1) To be published.
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CEIl 61191-2:1998, Ensembles de cartes imprimées — Partie 2: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a l'assemblage par brasage pour montage en surface

CEIl 61191-3:1998, Ensembles de cartes imprimées — Partie 3: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a l'assemblage par brasage de trous traversants

CEIl 61191-4:1998, Ensembles de cartes imprimées — Partie 4: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a l'assemblage de bornes par brasage

CEIl 61192-1:—, Soudures — Partie 1: Evolution de la qualité des joints soudés 1)
CEIl 61249-8-1:—, Matériaux pour structures d'interconnexion — Partie 8-1:

cations intermédiaires pour les films et revétements non conducteur
polyester recouvert de colle 1)

érie de spécifi-
flexible de

CEIl 61340-5-2:—, Electrogtat artie 5- cification pour la protection des dispositifs
électroniques contre les phggome Q1 iques — Guide de I'utilisateur

CEIl 61760-2:—, ] age_en\surface — Partie 2: Transport et stockage des
composants po — Guide d'applicationl)

ISO 9001:1994, emes qualité — Modeéle pour l'assurance de la qualité en conception,
développement, production, installation et prestations associées

ISO 9002:1994, Systemes qualité — Modéle pour l'assurance de la qualité en production,
installation et prestations associées

ISO 9453:1990, Alliages de brasage tendre — Composition chimique et formes

ISO 9454-1:1990, Flux de brasage tendre — Classification et caractéristiques — Partie 1:
Classification, marquage et emballage

ISO/DIS 9454-2:—, Flux de brasage tendre — Classification et caractéristiques — Partie 2:
Prescriptions de performance

1) A publier
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IEC 61191-2:1998, Printed board assemblies — Part 2: Sectional specification — Requirements
for surface mount soldered assemblies

IEC 61191-3:1998, Printed board assemblies — Part 3: Sectional specification — Requirements
for through-hole mount soldered assemblies

IEC 61191-4:1998, Printed board assemblies — Part 4: Sectional specification — Requirements
for terminal soldered assemblies

IEC 61192-1:—, Soft soldering — Part 1: Assessment of the quality of soldered joints 1)

IEC 61249-8-1:—, Mater/als for rnterconnectron structures - Part 8-1: Sctron specification

IEC 61249-8-3:—, Materials for interconnection structures
set for non-conductive films and coatings — Transfer aghesy

IEC 61340-5-1:—, Electrostatics — Part
from electrostatic phenomena — Genera

IEC 61760-2:—, Surfa
of surface mou

— Part 2: Transportation and storage conditions
bn guide 1)

IEC 62326-1:1996
IEC QC 200 022:19 g assessment schedule for printed board design facilities
CECC 1000453\ BS ction of electrostatic sensitive devices

ISO 9001:1994, ality” systems — Model for quality assurance in design, development,
production, instalfatiop and servicing

ISO 9002:1994, Quality systems — Model for quality assurance in production, installation and
servicing

ISO 9453:1990, Soft solder alloys — Chemical compositions and forms

ISO 9454-1:1990, Soft soldering fluxes — Classification and requirements — Part 1:
Classification, labelling and packaging

ISO/DIS 9454-2:—, Soft soldering fluxes — Classification and requirements — Part 2:
Performance requirements

1) To be published.
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3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEl 61191, les définitions de la CEIl 60050(541) et
les définitions suivantes s'appliquent.

3.1

fabricant; assembleur

individu ou société responsable de la fourniture de matériaux et composants, ainsi que de tous
les procédés d'assemblage et des opérations de vérification nécessaires pour assurer la
parfaite conformité des ensembles avec la présente spécification

3.2

preuve objective
documentation faisant I'objet d'un accord entre I'utilisateur et le fab
documents de papier, de données informatisées, d'algorithme
supports

3.3

compétence
capacité a réaliser une tache conformément aux ore
décrites dans la présente spécification

édures de vérification

3.4
fournisseur

composants électroniques, électroméchniq

Tes_ou™Ne
ts, etCy) avec les exigences et les procédures
de vérification de la prés i

3.5

utilisateur; autoru JUrnisse

individu, société™Q ; S ¢ la fourniture de matériel électrique/électronique,
ge \de/matériel ainsi que toute variation ou restriction par

ayant la charge de
g présente spécification (c'est-a-dire l'initiateur ou la personne
Ndétaille ces exigences)

3.6

indicateur jlisé\pour p
variation au hiveau \du matériau, du matériel, du processus, du personnel et/ou de la
fabrication. Il ne sagjt’pas nécessairement d'un défaut.

3.7

courbure

défaut de planéité d'une carte, caractérisé par une déformation grossierement cylindrique ou
sphérique telle que, si le produit est rectangulaire, ses quatre coins sont dans le méme plan

3.8

vrillage

déformation d'une plaque rectangulaire plane ou carte imprimée qui se produit parallelement a
une diagonale de sa surface, telle que l'un des coins de la plaque n'est pas dans le plan
contenant les trois autres
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3 Terms and definitions

For the purpose of this part of IEC 61191, the definitions of IEC 60050(541) and the following
definitions apply.

3.1

manufacturer; assembler
the individual or company responsible for the procurement of materials and components, as
well as all assembly process and verification operations necessary to ensure full compliance of
assemblies with this specification

3.2

objective evidence
documentation, agreed to between user and manufacturer, in the fo
data, computer algorithms, video or other media

3.3

proficiency
the capability to perform tasks in accordance with the/req
detailed in this specification

3.4

supplier
the individual or company responsibl
compliance of components (electroni
boards, etc.) and base matg

3.5

user; procuring 0
the individual,
hardware, and havip

restrictions to the

3.6

processde

a process cator is used for continuous process improvement when it is reflective
of variation 1 ari personnel, process, and/or workmanship. It is not

necessarily a defe

3.7

bow

the deviation from flatness of a board characterized by a roughly cylindrical or spherical
curvature so that, if the product is rectangular, its four corners are in the same plane

3.8

twist

the deviation of a rectangular sheet, panel or printed board that occurs parallel to a diagonal
across its surface, so that one of the corners of the sheet is not in the plane that contains the
other three corners

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61191-11998


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61191-1-1998
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61191-1-1998

- 14 — 61191-1 0 CEI:1998

4 Exigences générales

4.1 Ordre de priorité

En cas de contradiction entre le texte de la présente spécification et les normes applicables qui
y sont citées, le texte de la présente spécification doit étre prioritaire. Cependant, la présente
spécification ne remplace en rien les lois et réglementations applicables.

4.1.1 Contradiction

En cas de contradiction entre les exigences de la présente spécification et le ou les dessins
d'assemblage applicables, le ou les dessins d'assemblage applicables approuves par
l'utilisateur doivent s'appliquer. Dans le cas d'une contradiction entre I€s exigences de la
présente spécification et un ou plusieurs dessins d'assemblage non approuvés, les différences
d0|vent etre S|gnalees Iut|I|sateur désigné pour approbanon Pour

dessins d'assemblage, qui s'appliquent alors.

4.1.2 Documentation relative a la conformité

(voir ISO 9002).

4.2 Interprétation des exigences

finale (voir 4.3) permet a l'utilisateur (de
Iutlllsateur declare se Co

pay l'utilisateur, le terme «doit» signifie que

e tout écart pa @, G e obligatoire requiert I'acceptation écrite de I'utilisateur
par exemple ay s in dg 'assemblage, de la spécification ou d’'une clause
contractuelle. ~ i JUe» sont utilisés uniquement pour décrire des situations

mcontournab le texte il y a également des notions de recommandations et
de choix g s ne sont pas des obligations. Il y a parfois également des
déclarati
Se réféger ala pagtie es directives ISO/CEI (N.D.T: il s’agit principalement de différencier
les différ es aux termes anglais "shall, must, should, may et will")

La présente spécification reconnait que les ensembles électriques et électroniques sont
soumis a des classifications correspondant a I'utilisation finale prévue pour l'article. Trois
niveaux généraux relatifs au produit fini ont été établis afin de refléter les différences au niveau
de la productibilité, des exigences de performances fonctionnelles et de la fréquence des
vérifications (contrdle/essai). Il convient d'admettre d'éventuels empiétements de matériels
entre différents niveaux. C'est a l'utilisateur (voir 3.5) des ensembles que revient la respon-
sabilité de déterminer le niveau auquel le produit appartient. Le contrat doit spécifier le niveau
prescrit et indiquer toute exception ou exigence supplémentaire concernant les parametres, le
cas échéant.

Niveau A: Produits électroniques généraux

Comprend les produits de consommation, certains ordinateurs et périphériques ainsi que le
matériel informatique approprié aux applications quand l'exigence principale est fonction de
I'ensemble achevé.
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4 General requirements

4.1 Order of precedence
In the event of a conflict between the text of this specification and the applicable standard cited

herein, the text of this specification shall take precedence. However, nothing in this
specification supersedes applicable laws and regulations.

4.1.1 Conflict

In the event of conflict between the requirements of this specification and_the applicable
assembly drawing(s), the applicable user approved assembly drawing(s) (shall govern. In the

4.2 Interpretation of requirements

The introduction of product classification accorth

permits the user to differentiate the \performance
specify compliance with the : reguixements” of this specification, the following

conditions apply:

* unless otherwise s
mandatory,

*« deviations fr

This specification ognizes that electrical and electronic assemblies are subject to
classifications by intended end-item use. Three general end-product levels have been
established to reflect differences in producibility, functional performance requirements, and
verification (inspection/test) frequency. It should be recognized that there may be overlaps of
equipment between levels. The user (see 3.5) of the assemblies is responsible for determining
the level to which the product belongs. The contract shall specify the level required and
indicate any exceptions or additional requirements to the parameters, where appropriate.

Level A: General electronic products

Includes consumer products, some computer and computer peripherals, and hardware suitable
for applications where the major requirement is function of the completed assembly.
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Niveau B: Produits électroniques spécialisés

Comprend du matériel de communication, des machines de bureau perfectionnées et des
instruments pour lesquels de hautes performances et une durée de vie étendue sont prescrits
et que l'on souhaite voir fonctionner de fagon ininterrompue sans que cela soit pour autant
impératif. Généralement, I'environnement d'utilisation finale ne provoque pas de défaillance.

Niveau C: Produits électroniques a hautes performances

Comprend tous les matériels pour lesquels un fonctionnement continu ou sur demande est
impératif. Aucune période d'arrét du matériel ne peut étre tolérée, il est possible que I'environ-
nement d'utilisation finale soit exceptionnellement difficile et il faut que le magériel fonctionne sur
commande, comme c'est le cas pour les systéemes d'aide a la vie et autres s d'urgence.

4.4 Défauts et indicateurs de déviation de processus (PDI)

utilisés pour produire Ies
d'établir la relation entre

>ctroniques montés par brasage. Afin
papacité et les prescriptions relatives au

variable spécifique i 3 A dithe e l'utilisateur donne son accord, il est permis au
fabricant de ne q'é ide contrbles spécifiques de respect de la qualité,

tels qu'ils sont déefi

existe un plan d'amé plet et continu (voir 13.2)
4.6

la présente spécification doivent étre imposées par chaque
fabrica 3 ous les contrats de sous-traitance ou commandes applicables. Le
fabricant o ' w’'ne doivent imposer ou autoriser aucune variation par rapport a ces

gntrats de sous-traitance ou sur les commandes autres que celles

Sauf spécification contraire, les exigences de la présente spécification ne sont pas imposées a
la fourniture d'ensembles ou sous-ensembles directement disponibles (sur catalogue) (voir 14.3).
Cependant, il n'est pas exclu que le fabricant de ces articles s'y conforme selon les cas.

4.7 Conceptions physiques

Certaines exigences relatives a la conception de la structure et de la disposition sont fournies
dans les paragraphes suivants.
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Level B: Dedicated service electronic products

Includes communications equipment, sophisticated business machines, and instruments where
high performance and extended life is required, and for which uninterrupted service is desired
but not mandatory. Typically the end-use environment would not cause failures.

Level C: High performance electronic products

Includes all equipment where continued performance or performance-on-demand is mandatory.
Equipment downtime cannot be tolerated, end-use environment may be uncommonly harsh,
and the equipment must function when required, such as life support systems and other critical
systems.

4.4 Defects and process deviation indicators (PDIs)

requirements are considered as process indicator
occurrence is observed. Disposition of process indic

4.5 Process control requirements

This specification requires the use
implementation and evaluation of the r
electrical and electronic assemblies. (The philosgQpk plementation strategies, tools and
techniques may be applied ent dépending on the specific company,
operation, or variable joM_to >

end-product requirements\The\ manufa
exempt from performing ific glality conformance evaluations and inspections, detailed in

this specification
improvement pI@a 4

4.6 Requireme

The applicable ire this specification shall be imposed by each manufacturer or
supplier on all appticable sub racts and purchase orders. The manufacturer or supplier shall

Unless otherwise~spectified, the requirements of this specification are not imposed on the
procurement of off-the-shelf (catalogue) assemblies or subassemblies (see 14.3). However,
the manufacturer of these items may comply as deemed appropriate.

4.7 Physical designs

Some structural and layout design requirements are given in the following subclauses.
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4.7.1 Conceptions nouvelles

Il convient que la disposition de la carte imprimée ainsi que la structure mécanique et thermique
de I'ensemble électrique/électronique répondent, le cas échéant, & une norme de conception
appropriée (par exemple de la CEI 61188-5-1 a la CEl 61188-5-7) ou en fonction de I'approbation
de l'utilisateur. Quand un fabricant a la preuve évidente qu’une nouvelle implantation donnera un
produit fini de bonne qualité qui répondra aux exigences de la norme, il convient que l‘utilisateur
et le fabricant s’entendent sur les changements et changent I'implantation en conséquence.

4.7.2 Conceptions existantes

Les exigences de la présente spécification ne doivent pas constituer
transformer une conception actuelle approuvée Cependant lorsque de

nique raison de
~co eptions élec-

recevant 'approbation de ['utilisateur doivent étre faites pour assurs \jté pratique
maximale. Toute proposition de changement de conception deta_pa * doit étre
approuvée par l'utilisateur; cependant, méme lorsque les changemer ;\Oo s gonnent des

i 9 tilisateu

I'obligation d'accepter les changements proposés.

4.8 Supports visuels

4.9 Compétence du personnel
4.9.1 Compétence au nive

au de la co ce
Le service de conception™doit documé&mts prouvant que l'ensemble du personnel

tenir compte de la responsab [ité¢ dire personnel vis-a-vis de la conception électronique/
électrique du pr QC200012).

4.9.2

Avant d'entrepren i s tes instructeurs, les opérateurs et le personnel de contréle
doivent étre/compétents a ieau des taches a réaliser. Une preuve objective de cette
compétence i S arveée et disponible pour réexamen. La preuve objective doit
compredre des rag de stage de formation aux fonctions applicables réalisées, un essai
de confomn > igences de la présente spécification ainsi que les résultats de

contrble de competence périodiques (voir ISO 9002).

4.10 Décharge électrostatique (ESD)

Le programme de commande ESD doit étre conforme a la CEl 61340-5-1 et la CEl 61340-5-2.
Les procédures et leurs piéces justificatives, la commande de décharge électrostatique pour la
protection des piéces, composants, ensembles et matériels électriques et électroniques
sensibles a I'ESD doivent étre conservés durant les phases suivantes, sans que cela se limite
a ce qui suit:

a) laréception et I'essai des articles recgus;

b) le stockage et I'assemblage des cartes, composants et piéces;

c) la fabrication et la retouche;

d) le contrdle et les cycles d'essai;

e) le stockage et I'expédition du produit fini;

f) le transport et l'installation.
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4.7.1 New designs

The printed board layout and mechanical and thermal structure of the electrical/electronic
assembly should, where relevant, be based on an appropriate design standard (e.g. IEC 61188-5-1
to IEC 61188-5-7) or as approved by the user. When a manufacturer has objective evidence
that a revised layout will produce good end product quality that fulfils the requirements of this
standard, the user and manufacturer should agree on the changes, and the layout be modified
appropriately.

4.7.2 Existing designs

The requirements of this specification should not constitute the sole cause—fer redeS|gn of a
currently approved de5|gn However, when eX|st|ng electronlc or electr'al de gns undergo

4.9 Proficiency of personnel

4.9.1 Design proficiency

—Objective evidence of that proficiency shall be maintained
and be ava{ QL e bjective evidence shall include records of training for the
applicable job s kei erformed, testing to the requirements of this specification, and
results df perigdi i of proficiency (see ISO 9002).

4.10 Electrostatic disgharge (ESD)

The ESD control programme shall be in accordance with IEC 61340-5-1 and IEC 61340-5-2.
Documented procedures, electrostatic discharge control for the protection of ESD sensitive
electrical and electronic parts, components, assemblies and equipment shall be maintained
during, but not limited to:

a) receipt and test of incoming items;

b) board, component and parts storage and kitting;

¢) manufacturing and rework;

d) inspection and test cycles;

e) storage and shipping of completed product;

f) transport and installation.
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Les procédures d'analyse des défaillances résultant de I'ESD doivent étre documentées et étre
disponibles pour un réexamen par un inspecteur mandaté.

4.11 Installations

La propreté et les environnements ambiants dans toutes zones de travail doivent étre main-
tenus a des niveaux prévenant toute contamination ou détérioration des outils et des matériaux
de brasage ainsi que des surfaces a braser. Il doit étre interdit de manger, de boire et de
consommer du tabac ou des drogues sur le lieu de travail.

4.11.1 Contrbles de I'environnement

Il convient de situer l'installation de brasage dans un espace clos, de cg
et I'humidité et de maintenir une pression positive.

atempérature

4.11.2 Température et humidité

erifier que le
est suffisant pour

- Pour assurer le
andé de maintenir la
temperature entre 18 °C et 30 °C et de ne pas depa tive de 70 %. Pour la

contréle de décharge électrostatique est adéquat et que le
conserver les performances du flux et des applicatio

4.11.3 Eclairage

L'éclairage du plan de travail des poste
de 1 000 Im/m2 au minimuyr

Pour les opérations
d'environnement qontr

igurant dans la présente spécification. Si nécessaire, la classe de la
'objet d'un accord entre I'utilisateur et le fabricant.

4.12 Outils et matériel d’assemblage

Le fabricant est responsable du choix et de I'entretien des outils et du matériel utilisés lors de
la préparation et du brasage de composants et/ou de conducteurs. Les outils utilisés doivent
étre choisis et entretenus de facon que leur utilisation ne provoque aucun dommage. Il
convient de veiller a la propreté des outils et du matériel avant leur utilisation, de les maintenir
propres et d'éliminer les traces de saleté, de graisse, de flux, d'huile et de tout autre corps
étranger au cours de l'utilisation. Les fers a braser, le matériel et les systemes de brasage
doivent étre choisis et utilisés de facon a assurer le contr6le de la température et I'isolation
contre les surcharges électriques (EOS) et 'ESD (voir 4.10).
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Procedures for analysis of failures arising from ESD shall be documented and be available for
review by an authorized inspectorate.

4.11 Facilities

Cleanliness and ambient environments in all work areas shall be maintained at levels that
prevent contamination or deterioration of soldering tools, materials and surfaces to be
soldered. Eating, drinking and use of tobacco products or illegal drugs shall be prohibited in the
work area.

4.11.1 Environmental controls

The soldering facility should be enclosed, temperature and humidity con . maintained

at a positive pressure.

4.11.2 Temperature and humidity

performance and solder paste applications.

maintenance, the temperature should be maintained
humidity should not exceed 70 %.
temperature and humidity limits should

and solderability
30 °C and the relative
for more restrictive

4.11.3 Lighting

[llumination at the working surface
1 000 Im/m? minimum.

4.11.4 Field condition$

In field operationg\whe ontroded>environment conditions required by this specification
cannot be achi i eCi autions shall be taken to maximize the quality of

solder connection ts of the uncontrolled environment on the operation

4.12 Assembly tools and equipment

The manufacturer is responsible for the selection and maintenance of tools and equipment
used in the preparation and soldering of components and/or conductors. Tools used shall be
selected and maintained so that no damage results from their use. Tools and equipment should
be clean prior to use and be kept clean and free of dirt, grease, flux, oil and other foreign
matter during use. Soldering irons, equipment, and systems shall be chosen and employed to
provide temperature control and isolation from electrical overstress EOS or ESD (see 4.10).
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4.12.1 Contrble de processus

Si des contrbles de processus adaptés ne sont pas mis en place pour assurer la conformité
avec 4.12 et I'annexe A dans sa globalité, les exigences applicables détaillées de I'annexe A
doivent s'appliquer obligatoirement. Les outils et le matériel d’assemblage doivent étre utilisés
conformément & un processus documenté disponible pour un examen par l'utilisateur. Les
outils et le matériel d’assemblage doivent indiquer les parameétres du processus tels que cela
est décrit dans la documentation du processus.

5 Exigences relatives aux matériaux

Les matériaux utilisés pour les procédés de brasage stipulés dans la pfésente spécification

produits acceptables.

5.1 Brasure

L = activité faibl
M = activité moé}
H = activité importaq

ifisé pour le brasage des ensembles. Dans le cas d'appli-

cations pouk de flux n'est pas enlevé (pas nettoyé), il est recommandé

d'utiliser u

bornes, des fils rigides et des composants scellés. Il n'est pas permis d'utiliser les flux acides
inorganiques pour le brasage des ensembles. Il est permis d'utiliser les flux de type H pour le
brasage des bornes, des fils rigides et des composants scellés s'ils s'intéegrent a un systéme
de fluxage, brasage, nettoyage et d'essai de propreté et si les conditions suivantes sont respectées:
a) l'usage est approuvé par l'utilisateur;

b) des données démontrant la conformité avec les exigences d'essai de l'annexe B sont

disponibles pour réexamen.
Quand le flux de type H est utilisé, le nettoyage est obligatoire.

Lorsqu'un flux liquide est utilisé avec d'autres flux, il doit étre chimiquement compatible avec
les autres flux et matériaux qui lui seront associés. Le flux d'une soudure a flux incorporé doit étre
conforme a ce paragraphe. Le pourcentage de flux dans une brasure a flux incorporé est optionnel.
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4.12.1 Process control

If suitable process controls are not in place to ensure compliance with 4.12 and the intent of
annex A, the relevant detailed requirements of annex A shall be mandatory. Assembly tools
and equipment shall be utilized in accordance with a documented process that is available for
user review. Assembly tools and equipment shall demonstrate process parameters as
described in the process documentation.

5 Materials requirements

Materials used in the soldering processes stipulated in this specification shathbe as specified
hereinafter. Since the materials and processes specified may be incompatible in some
combinations, the manufacturer shall be responsible for selecting the combination ©f materials
and processes that will produce acceptable products.

5.1 Solder

I -
In 1
23¢
o
:)'Ci.E
- @ 9
S o 5
X =
=0 S
- =
CEC
x X
LAY
—- =
c C
S x
7 ®

Types L or M flux
will not be removed

performed as-part of
either of the follow

n htegrated fluxing, soldering, cleaning and cleanliness test system and
ing eonditions is met:

a) usage is approved by the user;

b) data demonstrating compliance with the testing requirements of annex B is available for
review.

When type H flux is used, cleaning is mandatory.

When liquid flux is used in conjunction with other fluxes, it shall be chemically compatible with
the other fluxes and materials with which it will be used. The flux of cored solder shall be in
accordance with this subclause. The percentage of flux in cored solder is optional.
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5.3 Crémes a braser

Les composants de la creme a braser, de la poudre a braser et du flux doivent respecter les
exigences de 5.1 et 5.2 et il est recommandé de les évaluer conformément a I'lSO 12226-1 ou a la
CEI 61190-1-2 afin de satisfaire aux exigences relatives au processus d'assemblage (voir annexe D).

5.4 Préformes de brasage

Les préformes de brasage doivent respecter toutes les exigences applicables de 5.1 et 5.2.

5.5 Adhésifs

Les matériaux adhésifs, isolants électriques, utilisés pour fixer les confposah{s montés en
surface, doivent respecter les exigences de la CEl 61190-1-5. Les majérie
pour la fixation des autres composants doivent étre appropriés a Latilisati 8t corppatibles
avec I'assemblage.

5.6 Agents nettoyants

d'autres résidus et contaminants présents sous forme
dégrader les matériaux ou les piéces nettoyés e i

5.6.1 Choix des agents nettoyants

L'utilisation de solvants progre 25" par des accords internationaux, tels que le
1,1,1-trichloroéthanhe ( thyle>ou MCF) et les chlorofluorocarbones (CFC) qui
peuvent étre in ine i réglementations locales ou régionales doit étre
évitée. L'utilisatiorn d > lcools, terpénes, par exemple) doit respecter les

paragraphes-suivants,

5.7.1 Epargnes de brasure et masques localisés

Lorsqu'ils sont utilisés, les revétements d'épargne de brasure a base de polyméres doivent
respecter la CEl 61249-8-5, type A ou B, niveau C. Les revétements d'épargne de brasure en
polyméres et les masques temporaires, conformes a la CEl 61249-8-8, doivent également étre
réalisés dans un matériau qui:

a) ne réduit pas la brasabilité et ne dégrade ni le substrat ni le cablage imprimé;
b) limite la vague de brasage a la zone masquée;

c) est compatible, s'il reste en place, avec le matériau de base de la carte imprimée, le matériau
conducteur, les flux prévus, I'adhésif et les revétements enrobants appliqués par la suite;

d) peut s'il est temporaire, étre facilement éliminé sans qu'il n'en résulte de contamination résiduelle
préjudiciable a l'intégrité du revétement enrobant de la carte imprimée ou de I'ensemble.
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5.3 Solder paste
Solder paste, solder powder and flux constituents shall meet the requirements of 5.1 and 5.2

and should be evaluated in accordance with ISO 12226-1 or IEC 61190-1-2 to meet the assembly
process requirements (see annex D).

5.4 Preform solder

Preform solder shall meet all applicable requirements in 5.1 and 5.2.

5.5 Adhesives

compatible with the assembly.

5.6 Cleaning agents
Cleaning agents used for the removal of grease, oil,

selected for their ability to remove flux residue, othg
The agents shall not degrade the materlals or the

(methyl chlorofopm or
prohibited by so ¢
terpenes) shall comply v

Polymer solder resist coatings and temporary maskants in accordance with IEC 61249-8-8 shall
also be of a material that:

a) does not degrade solderability or the substrate material or printed wiring;

b) precludes solder flow to the masked area;

c) is compatible, if left in place, with printed board base material, conductive material, the
intended fluxes, adhesive and subsequently applied conformal coatings;

d) can, if temporary, be readily removed without post-removal residual contamination harmful
to the integrity of the printed board conformal coating, or assembly.
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5.7.2 Revétement enrobant et encapsulants

Les exigences relatives au revétement enrobant pour les ensembles, y compris le type de
revétement (c'est-a-dire le matériau) doivent se conformer au dessin d'assemblage approuvé.
S'il est utilisé, le revétement enrobant doit respecter la CEl 61249-8-1, la CEIl 61249-8-2, la
CEl 61249-8-3, la CEI 61249-8-4, ou la CEIl 61249-8-6. Le revétement de bord est optionnel,
sauf si une spécification contraire figure sur le dessin d'assemblage. Les encapsulants doivent
étre appropriés a l'application et doivent étre compatibles avec I'ensemble.

5.7.3 Ecarteurs (permanents et temporaires)

Les matériaux utilisés comme écarteurs mécaniques doivent résister
brasage et il est recommandé qu'il permettent le contréle des joints de brg

aux processus de
oir 13.1.2.2).
cumentation

appropriée.

5.8 Dénudeurs chimiques

Les solutions chimiques, pates et cremes utilisées pour dépdder desxils doivent pas
endommager le fil. De plus, les fils doivent étre neutralisés<et r as es contaminants
conformément aux instructions préconisées par le i L, et toivent étre brasables
conformément a 6.2.

aux instructions de travail
documentées sur un dessij

Les composants
exigences du dogun
conformité. Les
compatibles

exigences spécifiees et approuvées par le fabricant. Les composants électroniques/
mecaniques et les fils doivent respecter les exigences relatives a la brasabilité s'ils sont
soumis a des essais conformément a la CEIl 61189-4 ou a une norme équivalente; les cartes
imprimées doivent respecter les exigences si elles sont soumises a des essais conformément
ala CEIl 61189-3 ou a une norme équivalente.

Avant d'accepter de stocker ou d'utiliser les piéces, le fabricant doit s'assurer que les pieces a
braser ont fait I'objet d'essais de brasabilité conformément a un plan d'échantillonnage et il doit
assurer la conformité avec les exigences de la spécification applicable relative a la brasabilité.
Il convient que [l'utilisateur précise la spécification prescrite, relative a la brasabilité.
Les conditions de stockage doivent se conformer a la classe 1K2 de la CEl 60721-3-1 et de
la CEIl 61760-2.
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